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MODULE ELECTRONIQUE SANS FILM DIELECTRIQUE ET SON PROCEDE DE 

FABRICATION 

5 [0001] L'invention se rapporte au domaine technique des modules electroniques, aux 

precedes de fabrication des modules electroniques, ainsi qu'aux dispositifs electroniques, 

en particulier aux cartes a puce, comprenant un tel module electronique. 

[0002] De fagon generale, les modules electroniques sont formes par assemblage d'un 

film dielectrique et d'une couche metallisee. La couche metallisee comprend des plages 

10 de contact d'un bornier de connexion, destinees a affleurer la surface d'un dispositif 

electronique tel qu'une carte a puce. Sur la face du film dielectrique, opposee a la couche 

metallisee, est fixee une puce electronique, dont les plots de contact sont connectes aux 

differentes plages de contact de la couche metallisee. 

[0003] Classiquement, la puce est fixee sur le film dielectrique sa face active tournee 

15 vers I'exterieur du film, et ses plots de contact sont connectes aux plages de contact par 

I'intermediaire de fils d'or qui passent a travers des reservations pratiquees dans 

I'epaisseur du film dielectrique, au regard des plages de contact. La puce est ensuite 

enrobee dans une resine de protection. 

[0004] Les modules actuels a interface de communication duale sont onereux car ils se 

20 comprennent un film metallique recto-verso, de larges surfaces de connexions pour 

assurer I'interconnexion avec une antenne placee dans un corps de carte a puce, une 

resine d'encapsulation, sept fils soudes de connexion electrique de la puce au module. 

[0005] Les films a interface duale (contacts et sans contact) comportent un empilement 

de couches comme suit: cuivre metallise / adhesif / dielectrique / adhesif pour coller la 

25 seconde face cuivre sur le dielectrique / cuivre metallise. Dans certains cas, il peut ne pas 

y avoir d'adhesif sur les deux faces de cuivre. Notamment, dans le cas des technologies 

gravees, un des adhesifs peut etre remplace par un laminage a chaud du cuivre sur la 

matrice epoxy du dielectrique. On obtient alors la superposition ci-apres: cuivre metallise / 

dielectrique / adhesifs pour coller la seconde couche de cuivre / cuivre metallise. 

30 [0006] Afin d'assurer la connexion des contacts ISO 8716 avec la puce et d'assurer la 

connexion des deux plages destinees a la liaison entre une antenne de la carte et la puce, 

le circuit flexible doit etre double face (avec deux faces de cuivre). Ce qui le rend plus 

onereux que les films simple face qui sont realises sur la base d'un cuivre, d'un adhesif et 

d'un dielectrique. 
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[0007] Par ailleurs, le fait d'avoir deux faces de cuivre avec motifs rend quasi impossible 

I'utilisation des technologies de grille decoupee et laminee que Ton peut utiliser pour un 

simple face et qui sont elles aussi plus interessantes economiquement. En effet, dans le 

cas d'un film double face, il faudrait faire une double lamination de deux grilles decoupees 

5 et arriver a les indexer a + /-100 |jm ; ce qui est quasi impossible industriellement. 

[0008] La reduction de taille des modules n'est pas possible pour des modules a 

interface duale. Les modules recto-verso pour interface duale sont environ trois fois plus 

onereux par rapport aux petits modules de type a contacts electriques. Le meme 

probleme s'applique aux modules pour les cartes multi composants pouvant comporter 

10 notamment un afficheur et necessitant des interconnexions a circuit imprime. 

[0009] L'invention a done pour but de remedier a au moins un des inconvenients de I'art 

anterieur. En particulier, l'invention vise a proposer un module electronique simple a 

fabriquer, peu couteux. 

[0010] Dans son principe, le film dielectrique (notamment epoxy) onereux est remplace 

15 par un film adhesif, de preference adhesif dans son integralite ou dans la masse (100 % 

homogene) ou une couche / masse 100 % adhesive,); De preference tous les endroits, ou 

lignes qui ont une absence de metal (cuivre) sur I'un des deux cotes des metallisations 

sont couverts au moins partiellement (couverts sur au moins 30 % de la surface des 

endroits ou lignes ci-dessus) ou sensiblement en majorite (par exemple couvert sur une 

20 surface superieure a 50 % de la surface des endroits ou lignes ci-dessus) ou sensiblement 

en totalite, de metal par une deuxieme couche et inversement. 

[0011] II en resulte que la raideur est maintenue ; Ainsi, aucune zone du module n'est 

affaiblie a I'endroit, zone ou ligne comportant dans le sens perpendiculaire au plan general 

du module seulement de I'adhesif. 

25 [0012] A cet effet, l'invention a pour objet un module electronique comportant une 

premiere couche metallique comprenant au moins une plage de contact ou une plage 

conductrice de connexion ou d'interconnexion, une couche electriquement isolante fixee 

par une premiere face a la couche metallique, une seconde couche metallique fixee a la 

couche isolante sur sa seconde face opposee. Le module se distingue en ce que la 

30 couche isolante est un adhesif. 

[0013] Selon d'autres caracteristiques ou variantes de realisation, du module : 

[0014] - Une puce electronique est electriquement connectee a ladite au moins une 

plage de contact, a travers des ouvertures de la couche isolante ; 

[0015] - La seconde couche metallique est agencee par rapport a la premiere couche ou 

35 inversement, de maniere a ce qu'elle chevauche a I'aplomb en totalite ou au moins dans 
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sa grande majorite les lignes de separation ou discontinuity des plages de contact ou des 

zones metalliques de la premiere couche ; 

[0016] - La seconde couche metallique est formee d'une couche continue avec des 

perforations de connexion ou une couche ajouree regulierement; 

5 [0017] - La seconde couche metallique forme au moins deux plages d'interconnexion 

destinees a connecter des plages de connexions d'une antenne et s'etendant 

sensiblement surtoute la surface inferieure du module ; 

[0018] La seconde couche metallique forme au moins une antenne et/ou des plages de 

connexion a la puce. 

10 [0019] L'invention a egalement pour objet un dispositif electronique comportant le 

module decrit ci-dessus tel qu'une carte a puce, une cle electronique.... 

[0020] L'invention a egalement pour objet un procede de fabrication d'un module 

electronique comportant les etapes suivantes de : 

- realisation d'une premiere couche metallique comprenant au moins une plage de 

15 contact d'un bornier de connexion, 

- realisation d'une seconde couche metallique comportant au moins une plage 

metallique, 

- fixation d'une couche electriquement isolante sur une premiere face de la couche 

metallique pour former un ensemble, 

20 - formation d'orifices (ou ouvertures) a dans I'ensemble comportant les deux couches 

precedentes, lesdits orifices etant destines a etre traverses par un conducteur pour 

connecter un composant electronique tel une puce a circuit integre, 

- fixation de la premiere couche metallique a I'ensemble via la couche isolante, 

caracterise en que ce que la couche electriquement isolante est choisie parmi un 

25 adhesif, un adhesif thermoactivable, un film adhesif. 

Selon une caracteristique, le procede comprend une etape d'agencement de la 

seconde couche metallique par rapport a la premiere couche ou inversement, de 

maniere a ce qu'elle chevauche a I'aplomb en totalite ou au moins dans sa grande 

30 majorite les lignes de separation ou discontinuite des plages de contact ou zones 

metalliques de la premiere couche. 

Description des figures : 

• Les figures 1 - 4, represented des vue schematiques des etapes de mise en 

35 oeuvre du procede de realisation d'un module a puce electronique sans dielectrique selon 
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un premier mode de realisation de l'invention ; Ces figures illustrent a la figure 1, une 

premiere grille a contact en vue de dessus apres decoupe de son support de transport 

(ruban), puis a la figure 2A, une seconde grille en vue de dessus avec un adhesif par-

dessus sur la face interne destine a etre fixe sur a la premiere grille, puis a la figure 2B 

5 une coupe selon A-A de la figure 2A, puis une figure 3A representant I'objet 3 de la figure 

2A recouvert de la grille 1 de la figure 1 pour former un film de module lamine double face 

LF (double Lead -Frame), puis a la figure 3B une vue en coupe selon B-B de la figure 3A; 

• La figure 4 illustre en coupe transversale le module complet M1 comportant le film 

double face des figures 3A, et 3B dote d'une puce 7 connectee avec un enrobage de 

10 protection 8 ; 

• Les figures 5A, 5B represented une vue schematique d'un second mode de 

realisation d'un module a puce electronique M3 a contacts (simple interface) selon un 

troisieme mode de realisation de l'invention. 

• La figure 6, represente une vue schematique d'un troisieme mode de realisation 

15 d'un module a puce electronique M2 a interface duale (contact et radiofrequence), sans 

dielectrique en vue de dessous et en coupe selon C-C realise selon un second mode de 

realisation de l'invention ; 

• La figure 7 illustre une plaque de cuivre pleine pour un emplacement de module ; 

• La figure 8 illustre une autre plaque de cuivre pour un emplacement de module 

20 recouverte d'une couche ou d'un film d'adhesif; 

• Les figures 9 et 10 illustrent respectivement une vue de dessus d'un module et 

une vue de dessous de la vue de face, les plaques de cuivre des figures 7 et 8 etant 

laminees ensemble I'une sur I'autre ; 

• La figure 11 illustre un module ou lamine obtenu apres gravure chimique des 

25 deux faces (ou au moins une face). 

[0021] Description de modes de realisation : 

[0022] Dans la suite de la description, on entend par «face avant», «face visible », 

«face externe » ou « couche externe » d'un module electronique, la face destinee a 

30 affleurer la surface d'un dispositif electronique. Au contraire, on entend par« face arriere » 

ou «face cachee » la face du module qui est destinee a etre logee dans la cavite d'un 

dispositif electronique et a etre cachee de I'exterieur. 

[0023] Le terme « couche metallique » est utilise pour designer une couche comprenant 

des zones metalliques electriquement conductrices, delimitant par exemple des plages de 
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contact et des pistes d'interconnexion. A contrario, le terme «film ou feuille metallique » 

designe une couche entierement metallique sans delimitation de zones specifiques. 

[0024] Les termes «cuivre», «grille de cuivre», «couche de cuivre» peuvent 

representer respectivement et indifferemment « metal », « grille de metal », « couche de 

5 metal » autre que le cuivre. Dans certains cas, des surfaces ou couches conductrices 

notamment en carbone ou en polymere conducteur peuvent remplacer une feuille 

metallique conductrice electriquement sans sortir du cadre de l'invention. 

[0025] Dans les differents modes de realisation decrits, la plage de contact peut 

appartenir a un bornier de connexion a une ou plusieurs contact(s) pour connecter un 

10 lecteur externe a contact ou peut etre substitute par une plage conductrice electriquement 

de connexion ou d'interconnexion ou une interface de communication radiofrequence. 

[0026] La figure 1 represente un motif 1 de grille en cuivre apres decoupe mecanique. 

[0027] Une grille de cuivre 1 peut etre fournie de maniere classique notamment par 

ruban continu de bobine ou de maniere individualisee avec eventuellement des ponts de 

15 maintien des plages de contact 2A entre elles et/ou pistes d'amene de courant (ou pour 

mise a la masse) qui seront decoupees par la suite. La face visible sur le dessin est la face 

avant destinee a contacter un connecteur de lecteur a contacts. La grille est presentee en 

vue de dessus. 

[0028] La figure 2A represente un motif 3 de grille en cuivre apres lamination avec un 

20 adhesif et apres decoupe mecanique. L'adhesif peut etre « liquide » et etale par un 

procede adapte. 

[0029] La grille de cuivre 3 peut est fournie comme precedemment en ruban continu ou 

en plaque et en vue de dessus (face destinee a etre au contact du film adhesif) mais avec 

un motif de plage de contacts ou d'interconnexion 2B different de la grille precedente. 

25 Cette grille 2B est laminee (de preference avant decoupe) avec un film adhesif notamment 

thermoactivable (reversible ou non) sur cette face. L'ensemble (grille + film adhesif) 

assemble notamment par lamination a chaud ou a froid a ete ensuite perforee par des 

trous 6 (traversant I'ensemble); Ces trous 6 vont servir a faire passer des connexions 

electriques 13 notamment filaire ou resine conductrice. Ces trous peuvent etre 

30 dimensionnes ou associes a un pont isolant en resine de maniere a eviter un court-circuit. 

Le cas echeant, les fils conducteurs peuvent comprendre un revetement ou email isolant. 

[0030] Aux figure 3A (vue de dessus) et 3B (vue en coupe selon B-B), est represente le 

film double face LF obtenu par lamination de la grille (1 ou 2A) de la figure 1 sur le lamine 

3 des figures precedentes 2A, 2B. La grille 2A est fixee par collage sur I'ensemble 3 

35 lamine de la figure precedente de maniere a montrer un decalage des lignes de separation 
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16 et 18 entre les deux grilles 2A et 2B. On constate avantageusement ici, dans une 

configuration optimale qu'aucune ligne de separation 16 des plages de contact 2A ne 

coupe une ligne de separation 18 des plages d'interconnexion de I'autre grille 2B (par 

projection perpendiculaire a la surface principale) et inversement. Ceci dit, dans une 

5 configuration moins optimisee, il n'est pas exclu d'avoir quelques points mineur de 

chevauchement (moins de 50 % de la surface de chaque ligne droite ou zone fragile) sans 

sortir du cadre de l'invention. 

[0031] Une des couches metalliques ou feuilles peut etre ajouree au moins au niveau 

des lignes ou zones fragiles exposees par I'autre couche metallique de maniere a couvrir 

10 environ jusqu'a 50 - 40 % de la zone ou ligne fragile et ainsi constituer des surfaces de 

renfort. 

[0032] Les surfaces de renfort metalliques sont situes a I'aplomb des lignes ou zones de 

fragilite et s'etendent en dessous des plages pour les chevaucher a I'aplomb ; Ces 

surfaces de renfort sont de preference reparties regulierement sous les lignes ou zones de 

15 fragilite. Par exemple, la couche peut etre une grille quadrillee gravee ou decoupee a partir 

d'une feuille metallique pleine. Par exemple aussi, un quadrillage ou un croisement 

perpendiculaire ou diagonal des lignes ou zones de fragilite peut etre obtenu par une 

spirale d'une antenne active ou passive reliee ou non a la puce. L'homme du metier peut 

ajuster par essais mecaniques, le taux de renfort et repartition necessaire en fonction de 

20 I'epaisseur de la feuille de metal, ses proprietes de tenue mecanique et de la durabilite 

escomptee. 

[0033] Les deux couches metalliques des dessins peuvent eventuellement etre 

permutees : par exemple, le renfort tel qu'une antenne peut etre en surface externe du 

dispositif et des plages de contact ou d'interconnexion, voire plaques de condensateur en 

25 surface interne. 

[0034] Cependant, l'invention trouve plus son interet dans un module a contact ou 

hybride (contact et radiofrequence) d'une carte a puce de circuit integre du fait des tests 

mecaniques a respecter. 

[0035] Les inventeurs avaient constates que des cartes a puce avec modules a contacts 

30 electriques comportant simplement des plages de contact sur une matiere thermo 

adhesive (sans film support dielectrique) pour adhesre a un corps de carte pouvaient 

presenter rapidement des fissurations au niveau des lignes de separation des plages de 

contact electrique (ou zones inter plages) 

[0036] Le film a interface duale peut etre realise via une technologie classique dont I'etat 

35 de I'art fait reference par « lead frame contrecolle » (fourni par la societe PRETEMA par 
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exemple) mais qui dans l'invention presente I'avantage en ce que le dielectrique est 

supprime et I'isolation electrique est assuree par un adhesif place entre les 2 couches ou 

grille de cuivre ou autre metal conducteur. 

[0037] Le dielectrique utilise anterieurement peut etre une resine epoxy renforcee fibres 

5 de verre, un film en polyethylene terephtalate (PET), un film polyimide, un film 

polyethylene naphtalate, (PEN), un film en polychlorure de vinyle (PVC). L'invention ne 

comprend pas ce type de dielectrique assemble generalement par une couche d'adhesif a 

une grille ou couche metallique. 

[0038] Cet adhesif peut avoir une epaisseur comprise de 15 a 50 |jm. Les deux grilles 

10 necessaires (d'une epaisseur de 50 a 100 jjm) peuvent etre decoupees mecaniquement 

puis laminees entre elles de la meme fagon que s'il s'agissait d'une grille metallique et 

d'un dielectrique et ce sur des machines existantes. 

[0039] Un des principes de l'invention reside notamment dans le fait d'assurer une 

rigidite suffisante a tous les endroits qui presentent une faiblesse de tenue mecanique, 

15 notamment une perforation ou absence de metal sur une des deux faces du cuivre. Ces 

endroits sont compenses par la presence de cuivre (ou autre metal) de la seconde couche 

ou vice et versa. Ainsi, le film fini (apres lamination) ne presente pas en principe ou peu de 

trous debouchant, ni de zone ou ligne fragilisee ou seul l'adhesif est present 

perpendiculairement a la surface principale du film lamine. Sont visees notamment des 

20 zones s'etendant de maniere importante a la surface du module notamment des lignes de 

separation de plages de contact s'etendant au moins sur environ 1/3 de la largeur des 

modules. 

[0040] La couche de cuivre inferieure laminee avec I'adhesif est perforee afin de creer 

les trous borgnes de connexion avec les plots de la puce comme I'est aujourd'hui le 

25 dielectrique. 

[0041] La realisation du film double face selon un mode de realisation de l'invention peut 

se faire de la meme maniere qu'un simple face a savoir une seule lamination : Cuivre / 

adhesif / Cuivre. Ce qui a pour consequence de ramener le prix d'un film a interface duale 

a celui d'un film simple face (prix globalement divise par deux) en supprimant le film 

30 dielectrique et une etape de lamination. Le cas echeant, les trous peuvent etre 

prealablement realises separement dans I'adhesif et la seconde couche metallique 2B. 

[0042] L'adhesif peut etre fixe ou fourni par tout moyen connu, par exemple projete par 

jet de matiere sur une des grilles avec formation des trous dans la meme operation, sous 

forme solide liquide, polymerisable, thermo-activable, par serigraphie....L'adhesif peut etre 
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un film ou une masse adhesive heterogene continu ou discontinu mais de preference 

homogene. 

[0043] Par ailleurs, en supprimant une lamination, on simplifie considerablement la 

fabrication du film qui devient simple car cela limite le nombre d'operations et ce d'autant 

5 plus que les deux grilles se trouvent peu decoupees (afin de ne pas laisser de zones 

tenant qu'avec l'adhesif); Le film double face metallique est done relativement robuste et 

facile a mettre en oeuvre. 

[0044] Les techniques de metallisations selectives qui sont devenues courantes dans le 

monde de la fabrication de circuit electronique flexible (par masquage ou outil mecanique) 

10 permettent de limiter le depot de metal precieux (Au, Pd, ...) a son strict minimum. 

L'absence de dielectrique et le fait que la grille de cuivre soit relativement pleine n'est done 

pas prejudiciable en terme de cout. 

[0045] Les deux grilles peuvent etre metallisees de maniere selective juste aux endroits 

ou nous en avons besoin : sur les contacts ISO, les zones de soudure et eventuellement 

15 pour les zones de connexions antenne. 

[0046] Le fait d'assurer toujours la presence d'une des deux couches de cuivre au 

niveau des perforations garantit la rigidite de I'ensemble et evite les problemes de fiabilite 

du produitfini. Par ailleurs, on peut egalement conserver le cuivre de la seconde face 2B 

sous la puce et assurer ainsi la bonne rigidite sous cette derniere egalement. La puce sera 

20 collee avec une colle non conductrice. 

[0047] L'epaisseur totale du film double face ainsi realise est a peu pres equivalente a 

celle actuelle (aujourd'hui 165 jjm). Ce qui permet d'eviter de modifier les structures de 

corps de carte de maniere drastique. 

[0048] Les decoupes des plages de contact sont de preference positionnees et/ou 

25 agencees / dimensionnes de maniere a eviter les courts circuits avec les fils de connexion 

qui pourrait venir toucher un bord de trou borgne (chaque zone des contacts ISO cote 

puce sont independantes. 

[0049] Dans le mode de realisation, de la figure 3A, la seconde couche metallique 2B 

comporte des plages separees les unes des autres pour notamment une meilleure 

30 isolation electrique comparativement au mode de realisation de la figure 6 decrite 

ulterieurement. 

[0050] Autre avantage, les plages sans contact de connexion antenne Z1, Z2 se 

retrouvent ainsi maximisees en surface; ce qui peut rendre plus aisees les techniques de 

connexion a I'antenne (mises en place par la suite) en terme de taille et de position des 

35 elements conducteurs par exemple. 
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[0051] La figure 4 illustre en coupe transversale un module M1 connecte a une puce 4 

par fils de connexion electrique ; La puce est reportee et connectee au film double face 4 

de la figure 3A, 3B. Une resine de protection 8 recouvre la puce 7 et ses connexions 13. 

La puce est connectee a des plages d'interconnexion 2B comprenant des zones 

5 d'interconnexion Z1, Z2 destinees a connecter une antenne placee dans le corps d'une 

carte recevant le module M1. 

[0052] De meme, la grande surface de ces dernieres plages d'interconnexion permet 

une grande flexibilite dans le choix des zones de soudure de fil or pour connecter la puce 

sur ces plages et ensuite pour interconnecter les zones Z1, Z2 a I'antenne. 

10 [0053] Les figures 3A (en vue de dessus de la seconde grille) et 3B (coupe de la figure 

3A) represented I'assemblage par lamination des grilles de cuivre 2A et 2B ; Entre les 

deux se trouve l'adhesif 5 present initialement sur la seconde grille en cuivre 2B). II n'y a 

pas de zone fragile ou serait present l'adhesif uniquement dans le sens perpendiculaire au 

plan general du film double face. 

15 [0054] Aux figures 3A, 3B, on observe que la seconde couche metallique 2B est 

agencee par rapport a la premiere couche 2A ou inversement, de maniere a ce qu'elle 

chevauche a I'aplomb en totalite ou au moins dans sa grande majorite les lignes de 

separation 16 ou discontinuite des plages de contact ou zones metalliques de la premiere 

couche 2A. 

20 [0055] En particulier, une zone centrale metallique Z3 recouvre a I'aplomb les fentes 18 

formees entre les plages laterales et plage centrale. Du film double metallisation de 

module. Ces fentes 18 constituent des zones de fragilisation du module qui seraient 

prejudiciables a la tenue mecanique des modules a I'occasion des tests normalises de 

flexion / torsion notamment ISO 7816. 

25 [0056] Selon ce mode de realisation de l'invention, la seconde couche 2B comprend au 

moins des portions qui recouvrent totalement ou partiellement les fentes 16 ou des zones 

de la premiere couche 24 exemptes de metal conducteur. Dans une variante de la 

seconde couche metallique 2B, celle-ci peut etre une plaque ajouree ou un grillage a 

ouvertures de preference regulieres dimensionnees de maniere a assurer une resistance 

30 equivalente a une couche (ou film) metallique sensiblement continue. 

[0057] A la figure 4, la puce est reportee et connectee. Les zones de connexion antenne 

Z1, Z2 sont larges (ici en pointilles); ce qui est un avantage et pour la soudure fil or et 

pour la connexion antenne : La puce est collee et les fils soudes 13 dans les puits 6 pour 

ceux reliant la face contact 2A et les fils 14 (visibles a la fig. 6) sont soudes sur les plots 
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LA et LB de la puce et sur les plages sans contacts 2B (comportant les zones 

d'interconnexion Z1, Z2). 

[0058] Aux figures 5A et sa vue en coupe transversale 5B, est illustree une variante de 

l'invention qui se presente sous la forme ci-apres ; On utilise le meme cuivre 2A que 

5 precedemment a la figure 4, pour les plages de contact; Par contre, pour le cuivre 2B (ou 

metallisation) cache dans le corps de carte, on utilise une plaque pleine continue dans 

laquelle se trouve juste des perforations 6 a travers la plaque permettant de souder les fils 

sur les plages de contact 2A. Alternativement, on peut utiliser une grille ajouree ou 

perforee regulierement de maniere a ne pas presenter de point predetermine de fragilite 

10 mecanique a I'un quelconque des endroits de la grille. Ainsi, le module M3 est un module 

a contacts uniquement dont le dielectrique a ete remplace par une couche metallique. Ce 

module comprend ici la puce 7 reportee, connectee et enrobee 8. 

[0059] A la figure 6, dans une autre variante, les plages de connexion a I'antenne 

s'etendent cette fois ci de fagon maximale puisque la grille 2B comporte uniquement deux 

15 plages d'interconnexion 12 (2B), 11 (2B) definissant les deux zones d'interconnexion Z1, 

Z2 a I'antenne du corps de carte en dehors de I'enrobage 8. Ce module M2 est similaire a 

la construction de la figure 4 a la difference que la couche 2B comporte 2 plages 

d'interconnexion seulement. Ces plages 12, 11 offrent beaucoup de liberie pour la 

connexion des plots LA, LB de la puce aux plages d'interconnexion via les connexions 14. 

20 [0060] De meme, ces plages, offrent une grande surface de connexion a une antenne 

radiofrequence situee dans un corps de carte destine a recevoir le module hybride M2. On 

observe egalement que la ligne de separation 18 de ces deux plages est disposee de 

maniere a ne pas croiser ou du moins a ne pas se superposer une ligne de separation 16 

de la premiere couche 2A. 

25 [0061] Grace a l'invention, on peut realiser un film simple face avec le meme principe en 

remplagant simplement le film dielectrique verre epoxy par une plaque ou film de cuivre ou 

autre metal qui a au moins la fonctionnalite de rigidifier I'ensemble. En effet, le cuivre etant 

bien moins onereux que le dielectrique verre-epoxy, cela s'avere tres economique. 

[0062] Selon un autre mode de mise en oeuvre alternatif ou secondaire, l'invention peut 

30 mettre en oeuvre une technique de gravure de metal ou du « lead frame » (LF) a la place 

de la technique de decoupe du metal dans les modes de realisation precedents. 

[0063] Un mode alternatif par gravure peut etre le suivant dans le quel on fournit des 

plaques pour au moins un module ou une pluralite de module (les plaques peuvent aussi 

etre fournies en ruban continu ou plaque de grandes dimensions comportant plusieurs 

35 emplacement de module qui seront decoupees le cas echeant): 
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[0064] A la figure 7, une plaque metallique ou feuille de cuivre 20 pleine pour un 

emplacement de module est fournie. Elle peut etre obtenue notamment a partir d'un 

laminoir. 

[0065] A la figure 8, une autre plaque ou feuille de cuivre 21, pour un emplacement de 

5 module, est fournie avec un recouvrement d'une couche ou film d'adhesif sur une face 

d'assemblage (non visible sur la figure); Elle comporte des perforations 6, effectuees 

notamment par decoupe mecanique et de preference apres assemblage de l'adhesif de 

maniere a oter l'adhesif au niveau des perforations et offrir un passage pour des fils de 

connexion notamment par soudure electrique ; Alternativement, on peut laminer un adhesif 

10 deja perfore aux memes endroits. Alternativement aussi, l'adhesif peut etre retire des 

perforations par laser ou on peut eventuellement effectuer une connexion electrique a 

travers l'adhesif. 

[0066] Aux figures 9 et 10, les plaques de cuivre 20 et cuivre 21 sont laminees ensemble 

I'une sur I'autre etfixees I'une a I'autre grace a l'adhesif 5 situe entre les deux. 

15 [0067] A la figure 11, une gravure chimique des deux faces (ou au moins une face) est 

realisee par des technologies classiques de realisation de film metallise. La face visible sur 

la figure comporte des gravures des plages d'interconnexions 21B ou zone de soudure 

(ces plages sont destinees normalement a constituer la face cachee d'un module). La face 

opposee du module comporte une gravure des plages de contact electrique 20B 

20 notamment au format ISO 7816 pour connecter un lecteur a contacts. 

[0068] On constate que l'invention permet d'obtenir dans ce mode de realisation, un 

module (ou d'une maniere generale un lamine, assemblage composite comportant des 

circuits electriques ou metalliques sans aucun trou qui perforerait totalement le module 

resultant. 

25 [0069] De meme, le module ne comporte pas de zone de fragilite ou ne serait present 

que l'adhesif. II y a done une presence d'au moins une couche de cuivre sur toute la 

surface de I'assemblage des plaques (ou du lamine). Ce module est done plus resistant a 

des tests de flexion / torsion que s'il comprenait des croisements ou chevauchement de 

lignes de separation des plages de contact ou d'interconnexion. Comme deja explique, le 

30 module peut comprendre certains croisements ou chevauchements mineurs qui ne 

compromettent pas la tenue mecanique susvisee. 

35 
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Revendications : 

1. Module electronique (M) comportant une premiere couche metallique (1) comprenant 

5 au moins une plage de contact (2A) ou une plage conductrice de connexion ou 

d'interconnexion, une couche isolante (5) electriquement fixee par une premiere face a 

la couche metallique, une seconde couche metallique (3, 2B, 10, 11, 12) fixee a la 

couche isolante sur sa seconde face opposee, un emplacement de puce ou une puce 

electronique (7) electriquement connectee a ladite au moins une plage de contact (2A), 

10 a travers des ouvertures (6) de la couche isolante, 

caracterise en ce que la couche isolante est un adhesif. 

2. Module electronique selon la revendication 1, caracterise en ce la seconde couche 

metallique (2B) est agencee par rapport a la premiere couche ou inversement, de 

15 maniere a ce qu'elle chevauche a I'aplomb en totalite ou au moins dans sa grande 

majorite les lignes de separation (16) ou discontinuite des plages de contact (2A) ou 

des zones metalliques de la premiere couche (2A). 

3. Module electronique selon I'une des revendications 1 ou 2, caracterise en ce la 

20 seconde couche metallique (10, 2B) est formee d'une couche continue avec des 

perforations (6) de connexion ou une couche ajouree regulierement. 

4. Module electronique selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce la 

seconde couche metallique (2B) forme au moins deux plages d'interconnexion (11, 12) 

25 destinees a connecter des plages de connexions d'une antenne et s'etendant 

sensiblement surtoute la surface inferieure du module. 

5. Module electronique selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce la seconde 

couche metallique (10) forme au moins une antenne et des plages de connexion a la 

30 puce. 

6. Dispositif electronique comportant le module selon I'une quelconque des 

revendications precedentes. 

35 7. Procede de fabrication d'un module electronique comportant les etapes suivantes de 
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- realisation d'une premiere couche metallique (3) comprenant au moins une plage de 

contact (2A) d'un bornier de connexion, 

- realisation d'une seconde couche metallique comportant au moins une plage 

metallique (2B, 10, 11, 12) 

5 - fixation d'une couche electriquement isolante (5) sur une premiere face a la couche 

metallique ((2B, 10, 11, 12) pour former un ensemble (3), 

- perforation des deux couches precedentes d'orifices (6) destines a etre traverses 

pour connecter un composant electronique tel une puce a circuit integre, 

- fixation de la premiere couche metallique (1, 2A) a I'ensemble (3) via la couche 

10 isolante (5) 

- caracterisee en que ce que la couche electriquement isolante (5) est choisie parmi un 

adhesif, un adhesif thermoactivable, un film adhesif. 

8. Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce la seconde couche 

15 metallique (2B) est agencee par rapport a la premiere couche (1, 2A) ou inversement, 

de maniere a ce qu'elle chevauche a I'aplomb en totalite ou au moins dans sa grande 

majorite les lignes de separation (16) ou discontinuite des plages de contact (2A) ou 

zones metalliques de la premiere couche. 

20 9. Procede selon I'une des revendications 7 ou 8 caracterise en ce qu'il comprend une 

etape de report et connexion electrique d'une puce electronique a ladite au moins une 

plage de contact (2A), a travers des ouvertures (6) de la couche isolante (5). 

25 


